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INSTA

AOIl-Untersuchung beil INSTA
Vision
Grinde und Argumente fir den AOI-Einsatz

 Reduzierung der Sichtkontrolle in SMD

 Prozel3kontrolle des Druck- und Lotergebnisses

 Reduzierung der Sichtkontrolle in THT / verstarkt bei Klebetechnik
 Reduzierung Ausfallrate bei Funktionsprufung

 Sicherung der Produktionsprozesse

« schnelle Prozel3verbesserung durch kirzeren Regelkreis
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AOI-Untersuchung bei INSTA
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INSTA

Die bestmdgliche Abdeckung, bei minimierten Kosten laf3t sich nur mit einer
integralen Betrachtung der gesamten Prifabdeckung tber alle Stationen
erreichen.

Priufabdeckung

Hierzu zahlen Stationen der:
« Fehlervermeidung; wie Rustkontrolle, Produktanlaufkontrolle, Prozesskontrolle

 Prifabdeckung; um Fehler zu entdecken und den Prozess zu optimieren,
 Elektrischer Test; und die Funktion zu bestatigen, interne Prufroutinen,
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Einsatzmdglichkeiten von AOI und Fehlervermeidung

Arbeitsfluss

<

Méglichkeiten zu man. Fehleraufnahme im QS-System ‘ Méglichkeiten zu man. Fehleraufnahme im QS-System Erzwungene Rustkontrolle

SEHO MWS 2340 LRT (NEUE LINIE) v LINIE 1510 (MyReflow 9.50/X4/X2/DEK)
04—/ Fluxer % %I %l
i 0 [[1L]H.F - He

b
Verpackung und Versand QuaEl:]tZL?r:?oTlre Elektr. Test Sichtung und Nacharbeit L % %| %| Sichtung und Nacharbeit

| |

Pre- und Post- Solder-Paste-
Reflow AOI Inspection (SPI)
Testunterstiitzung Post-Wave AOI Firmen: Firmen:
AOI Firmen: Viscom, Koh Young,
Firmen: Gépel, SAKI, Parmi,

Schneider & Koch Modus Koh Young, Cyber Optics,

Gopel, SAKI,

Mirtec, Modus,

TR,
SONY,
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Erwartete Prifabdeckung in der Fertigung It. , Produktorientierte

Priufstrategie® des ZVEI

INSTA

P g strukturell
Prufverfahren ﬁ E manuell strukturell optisch basiert elektrisch
& E basiert
N S
Legende: Priufgerateklasse VIS AOI ICT | FKT
g % 3 -
= o =] = - 3
1 Bauteilfehler - = = T F—: -
2 Bestiickungsfehler - - g g E = 5
3 Lotfehler = ® 2 ala ~ | @ i % | 8
£ = ® 5| 5 5| 5 -l
B = unzureichende £ "E E § E 2| = s |= ; fr
= mittlere 2 £ 8 £ gl & 2|3 3|3 8|5
= gute/sehr gute = B = ] - o
Prandechung : g g : 1 (212 12121 1212] 1s1&)
Transferprozesse, Ldten
Allgemein E] ungesignetes Medium
3 |Lotperien, Yerschmutzung 70 50 | 50 50
Verdeckie Létztellen 3 verachniern 50 9f | 95
(BGANCCGAIOFM....) 3 zu wenig { nicht geloiet
2 zu viel / Lotbricke 70 50 | 95 95 &0
] schlechie Benetzung 50
3 |BE hochoesteilt 50 70 | 90 a5 | 60
3 |Druck versetzt 50 201 95
Sichtbrare Litstellen 3 verschmien
3 =u wenig / nicht geldtat {SMD) 70 50 | 95 90 | 95 a5 85 | 60
3 zu viel / Lotbriicke 1
2 Jschlechte Banstzung S0 B0 | 90 E0
3 |BE hochgestellt 70 G0 | 80 a5 | a5 a5 | 60
3 |Druck verserzt 50 g0 | 95
Leiterplatie / Baugruppe 1
1 |L|5 fehierhaft (surface)
1 |zhemiopen im Multilayer a0 | s0
1 F.-Eiterbahn!rennung fehbt 70 100 | 100 100 ] 100 100 | 60
2 |BE versetzt 70 100 | 100 80 1100
2 falzcher Platz 50 100 ] 100 S0 | 100 1001 &0
2 verpolt 80 100 | 100 a0 ] 100 70 | 60
2 [reteit 20 100 | 100 1 100 100 | 60
2 [falsches Bauslement 95 | o0
2 mech. beschidigt Fit 280 70 it}
2 Soltwert { Typ ) von passiven BE ag | 50
2 Jprogrammierbare IC fehlerhaft B0 | 28D 40 g0 | 95
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Fehlerermittiung

Untersucht wurden die gesamten Ausfalle in den Bereichen:
« Sichtkontrolle nach Welle

o elektrischer Test

e ca. 700.000 Baugruppen und Gerate

Im Zeitraum Januar bis Ende Oktober 2009 wurden
e ca. 7.000.000 elektrische Baugruppen gefertigt
« ca. 170.000.000 SMD-Komponenten bestlickt,
« ca. 15.000.000 THT-Komponenten bestlckt.
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Fehleruntersuchung
Gesamtuberblick

Wird heruntegebrochen
auf Fehlerarten
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Fehleruntersuchung
Heruntergebrochen

INSTA

SMD-Fehler 23%

Ausftalle

THT-Fehler 72%

Lotbricken

Schlechte_Lotstellen

Fehlerhafte Bauteile
und fehlerhafte
Positionierung
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Fehlerarten SMD THT

Bauteil_verpolt 1,192% 0,395%
Bauteil _falsch 0,681% 2,235%
Montagefehler 2,078% 0,666%
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INSTA

Fehleruntersuchung
Resumee

Fehlerbetrachtung

 Im Bereich der SMD liegt der Schwerpunkt eindeutig im Bereich der
LOtung, aber auch der Bereich fehlerhafte BE deutet auf Fehlmontage
und Defekte hin.

 Im Bereich der THT ist der Bereich auch verstarkt auf die Lotung
zurtck zufuhren.

e Auch der Punkt fehlende Bauteile bel THT lief3e sich durch eine AOI mit
Betrachtung von der Lotseite identifizieren.

Vorschlag:

 Beginn Post Reflow, um die Fehleranzahl in der SMD genau zu sichten,
und die Entscheidung fur Schritt 2 zu machen:

 |Installation AOI Post-Wave oder Post-Print
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AOI-Untersuchung bei INSTA

Anlagentechnik
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Anlagentechnik

Hersteller in Untersuchung

INSTA

Anlagen in Betrachtung

Position Post Paste Post Reflow Post Wave erganz. elektr.Test
1 Viscom 3D Moiree Viscom 2,5D Camera
2 Koh Young 3D Moiree Koh Young 3D Moiree
3 SAKI 3D Moiree SAKI 2D Scanner
4 Modus 2D Scanner Modus 2D Scanner Modus 2D Scanner
5 Gopel 2,5D Camera Gopel 2,5D Camera | Gopel 2,5D Camera
Schneider

6 VI Tech 3D Moiree VI Tech 2D Camera & Koch 2D Camera
7 Parmi 3D Moiree
8 CyberOptics 3D Moiree
9 DEK Hawkeye 2D Scanner
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Anlagentechnik
Techniken

2D Scan-Verfahren

Anwendung

 Lotpastenscan, Bauteiliberprifung

* Linienscanner mit ca. 1200dpi scannt den gesamten Bereich in einem
Vorgang.

 Hersteller:

 SAKI, Modus, DEK-Hawkeye,

Vorteile Nachteile
— Schnell (20-25Sek) niedrige Aufldsung 20um
— Abdeckung fur Lotkugeln Lotstelleninspektion ungenau
— einfache Kontrollen kleine Bauelemente schlecht

auswertbar (>0402)
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Anlagentechnik
Techniken

2D Kamera
Anwendung
» Lotpastenscan, Bauteilliberprifung, Lotstellenerkennung

« Kamera (Telezentrisch) fotographiert Teilbereiche in meheren
Aufnahmen, und analysiert diese sequenziell.

e Hersteller:
e VI Tech, Schneider&Koch,

Vorteile Nachteile
— hohe Auflésung 10pm langsamer (30-90 sek)
— Ldtstelleninspektion keine Hoheninformationen

- (Thombstoning und Auflieger
schlechter zu erkennen)

Pseudofehler missen durch
qualifiziertes Personal
identifiziert werden
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Anlagentechnik .
Techniken <*'>

&

2,5D Kamera )% | "

Anwendung i
« Bauteiltberprifung, Lotstellenerkennung

« Kamera (Telezentrisch) fotographiert Teilbereiche in meheren Aufnahmen, und
analysiert diese sequenziell. Diese wird durch Kameras im Schragblick (4-8)
unterstutzt.

 Hersteller:
 Viscom, Gopel

Vorteile Nachteile
— hohe Auflésung 10um langsamer (30-90 sek)
— Lotstelleninspektion
— virtuelle H6heninformationen (Thombstoning und Auflieger

bedingt zu erkennen)
GrolRerer Aufwand bei Bibliothek
und Programmierung

Pseudofehler missen durch qualifiziertes
Personal identifiziert werden
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Anlagentechnik
Techniken
3D Moirée-Verfahren

Excess solder

Anwendung
« BauteilUberpriufung, Lotstellenerkennung, Lotpasteninspektion

 Es wird eine Interferenzmuster auf einen LP-Auschnitt reflektiert. Eine
Kamera fotografiert diesen Teilbereich. Aus dem Phasenversatz der Linien
werden Hoheninformationen gesammelt und errechnet.

» Hersteller SPI: Viscom, Koh Young, SAKI
» Hersteller Lotstellenkontrolle ; Koh Young

Vorteile Nachteile
— hohe Auflésung 10pm langsamer (30-90 sek)
— Lotstelleninspektion weitere Untersuchung notwendig
— virtuelle H6heninformationen neue Technik

— (Thombstoning und Auflieger
gut zu erkennen)

— Wenig Programmieraufwand
— Wenig ,Pseudofehler”
— Messverfahren
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Untersuchung SMD-Kleber fur
Temperaturen grofRer 230°C

Suche nach geeignetem Kleber
Anforderung

 Rakelfahig, Druckfahig,

e ggf. Dispensfahig,

 Im Reflowofen bei normalen Lotprofilen mit Peaktemperaturen von 200°C bis
240°C aushartbar,

o Kurze Aushértezeiten,

 Vermeiden haufiges Umstellen der Lotproflie mit starkem Umheizen,

e rot oder gelb flr Inspektion eingefarbt,

 Kleber bendtigt hdheren Glaspunkt (heute von 90°C-120°C),
Untersuchung bisher

« Untersucht Kleber von Heraeus, Loctite, DELO, Emmerson & Cumming

» Alternativen Cornerbond -> teuer und noch nicht in dieser Anwendung
getestet.
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